
























专利名称(译) 超声探针及其制造方法

公开(公告)号 US20140338455A1 公开(公告)日 2014-11-20

申请号 US14/452659 申请日 2014-08-06

[标]申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

当前申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

[标]发明人 WADA TAKATSUGU
OSAWA ATSUSHI
YAMAMOTO KATSUYA

发明人 WADA, TAKATSUGU
OSAWA, ATSUSHI
YAMAMOTO, KATSUYA

IPC分类号 G01N29/24 A61B8/00 H01L41/25 G01N29/06

CPC分类号 G01N29/2437 H01L41/25 A61B8/4444 G01N29/06 A61B5/0095 B06B1/0622 Y10T29/42

优先权 2012023924 2012-02-07 JP
2012244343 2012-11-06 JP

其他公开文献 US9733220

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声探头包括：背衬材料;多个无机压电元件设置在背衬材料的顶表面上;
第一声​​匹配层，分隔成设置在多个无机压电元件上的多个部件;第二声匹
配层分成设置在第一声匹配层上的多个片，其中第二声匹配层包括构成
多个有机压电元件的上有机层，和下有机层，用于与第一声匹配层一起
进行上部有机层，用于多个无机压电元件的声学匹配。
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